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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a ’établisse-

" ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent &tre obtenus

auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

@® Bulletin de la CEI

@® Rapport d’activité de la CEI

Publié¢ annuellement

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

IE C Bulletin

® Report on IEC Activities
Published yearly

@  Catplogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminglogie

En ce|qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporteral & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
techniquq International (V.E.I.), qui est établie sous forme de
chapitres| séparés traitant chacun d’un sujet défini, I’Index
général §tant publié séparément. Des détails complets sur lg
V.E.L. pguvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présentep
ont été s¢it repris du V.E.I., soit spécifiquement apprs
fins de cefte publication.

Symbol¢s graphiques et littéraux

Pour lgs symboles
d’usage g

— la Py

¢'la présente publication
s 27 ou 117 de la CEI, soit
de cette publication.

@ Catalogue of IEC Publication:

ferred to IEC Publi-
Vocabulary (I.LE.V.),
hapters each dealing
being published as a
. will be supplied on

¢ present publication
have been specifically
proved for the purpose of this publicatjon.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are |referred to:

-— TEC Pubilication 27: Letter symbols t¢ be used in electrical
technology ;

— IEC Publication 117: Recommendeqd graphical symbols.

The symbols and signs contained in th¢ present publication
have either been taken from IEC Publicgtions 27 or 117, or
have been specifically approved for the pprpose of this publi-
cation.

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumeére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication,

Other 1EC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other I E C publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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CARTES IMPRIMEES

Sixieme partie: Spécification pour cartes imprimées multicouches

PREAMBULE
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Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, exprimezt d
un accord international sur les sujets examinés.

Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréée
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permettent. Toute divergence entre la recommandation de Ia
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Union des Républiﬂues
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paragraphe 1.2.


https://iecnorm.com/api/?name=a6306878ec7448ca2074e900175f3f1f

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS

Part 6: Specification for multilayer printed boards

FOREWORD

1) The formal dgcisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committges on
National Comimittees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible,
consensus of ppinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the
sense. ’

3) In order to promote international uvnification, the IEC expresses the wish that all
text of the I

between the |EC recommendation and the corresponding national rules should, as™fa
the latter.

This standard Ras been prepared by IEC Technical Cofumittee

A first draft whs discussed at the meeting held in Nice in Ag a'x eetiflg, a draft, Document 52(Centfal
Office)140, was ubmitted to the National Committees for Approval under ¥ onths’ Rule in June 1977.

Amendments, [Document 52(Central Office)168, were sy
Months’ Procedure in January 1979.

The National Committees of the fo

Australia Spain
Austria Sweden
Belgium Switzerland
Brazil Turkey
Canada

Union of Soviet
Socialist Republics

United Kingdom

Romania Yugoslavia

South Africa (Republic of)

Denmark

A further draft
Margherita in 19

Committees for gpproval.un ix Months’ Rule in December 1977.

ibhadditions to the solderability requirements of this Part 6, was discussed at the meeting held in Sarjta

The National onimittees of the“following countries voted explicitly in favour of publication:

Belgium Israel Sweden

Canada Italy Switzerland

Denmark Japan Turkey

Egypt Korea (Republic of) Union of Soviet

Finland Netherlands Socialist Republics
France Poland United Kingdom
Germany South Africa (Republic of) United States of America
Hungary Spain

Note. — The 1E C publications to be used in conjunction with this publication are listed on page 7, Sub-clause 1.2.
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CARTES IMPRIMEES

Sixieme partie: Spécification pour cartes imprimées multicouches

1. Introduction

Elle est divisée en différentes parties contenant des j
recommandations pour le rédacteur de spécifications, des
les différents types de cartes imprimées, par exemple
cartes imprimées multicouches et cartes imprimée

1.1 But de la sixiéme partie

gus métallisés. :

ndamment de leur

Asimple et 3

nts.

sIce;:)teur, des

riptions pour
double face,

eristiques qui

vantes de la

Cinquiéme partie: Spécification pour cartes imprimées a simple et a douple face avec

326-7: Septiéme partie : Spécification pour cartes imprimées souples, sans connexjons transver-

sales (a I’étude).

326-8: Huititme partie: Spécification pour cartes imprimées souples a double face, avec

connexions transversales (2 ’étude).

2. Domaine d’application

La présente norme est applicable aux cartes imprimées multicouches indépendamment de leur
procédé de fabrication. Elle est destinée a servir de base aux accords entre acheteur et vendeur.
L’expression « spécification concernée », utilisée plus loin, se rapporte a de tels accords.

)
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PRINTED BOARDS

Part 6: Specification for multilayer printed boards

1. Introduction

IEC |Publication 326 is applicable to printed boards, irrespective of
manufadture, when they are ready for the mounting of the components.

Itisd

example

1.1 Purpose
TE(

68:
97:
194:
249
326-1:

326-2:
326-3:
326-4:

326-5:

326-7: | Part 7: Specification for Flexible Printed Boards without Through Connections (und¢r
consideration).

326-8: Part 8: Specification for Double-sided Flexible Printed Boards with Through Connec-
tions (under consideration).

2. Scope

This standard is applicable to multilayer printed boards irrespective of their method of
manufacture. It is intended as a basis on which agreements between purchaser and vendor can be
made. The term “relevant specification” used herein refers then to such agreements.


https://iecnorm.com/api/?name=a6306878ec7448ca2074e900175f3f1f

3. Objet :

Définir les caractéristiques a évaluer, les méthodes d’essai a suivre et formuler des prescriptions
uniformes pour juger des propriétés et des dimensions.

4. Geénéralités

Les tableaux suivants contiennent toutes les caractéristiques importantes et renvoient aux essais
appropriés pour vérifier ces caractéristiques.

Sauf spécification contraire, tous les essais énumérés au tab

2 z z 8
avs Qn Qncernees 3 82 de_manlere

leau I, page 10, doivent étre
préeise,de caractéristiques
oisis dans le

supplémentaires qui exigent d’autres essais, les essais
tableau II, page 22.

Lorsqu’un essai nécessite des détails supplémentaires & donner ds écificatipn concernée,
cette nécessité est indiquée par un astérisque dans la colq é : 8 s détails sont

Les tableaux n’ont pas pour but d’imposer une ség étre effectués

Le nombre d’échantillons doit égaleme ccifié, da 5 ernée.

5. Eprouvettes

Les essais sont artes de production.

ffectués de ré surd

Lorsqu’il est conve iliser des € ettes détachables (coupons), celles-cifsont réalisées
3 ication 326-2 de la CEI. Une éprouvefte appropriée

ernée contient toutes les informations nécessaires pour définir complete-

tipulés, le cas
ou minimales
ires que pour
certaines zones ou parties de la carte imprimée, elles doivent étre appliquées uniquement a ces
zones ou parties.

S’il existe différentes possibilités de présentation, de classes de tolérances, etc., ce sont celles qui
sont données dans la Publication 326-3 de la CEI qui seront choisies.

7. Caractéristiques des cartes imprimées

(Tableaux I et IL.)
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3. Object

To define the characteristics to be assessed, the test methods to be used and to establish uniform
requirements for judging properties and dimensions.

4, G_eneral

The following tables contain all important characteristics and make reference to the appropriate
tests to verify these characteristics.

Unless otherwise specified, all of the tests listed in Table I, page 11, shall be carried out. Where
the relgvant specification specifically claims additional characteristics which require additiofal
tests, the relevant tests shall be selected from Table II, page 23.

Where additional details for a test must be specified in the relg
indicatqd by an asterisk in the relevant column. These details shall thé
with IHC Publication 326-2.

The fables are not intended to prescribe a test sequence
sequende, unless otherwise specified.

The qample quantity shall also be specified by th

5. Test specimens

The tg

Wherg
clause 4

6. Relevant

ly

Care $hould be ta o avoid unnecessary requirements. Permissible deviations shall be stat¢
where necessary and nominal values without tolerances or simple maxima or minima shall be givgn
where sufficient,-Where precise specifications are necessary for cerfain areas or parts of the
printed board only, they shall be applied and restricted to those areas or parts.

o

If there are several possibilities of presentation, of tolerance classes, etc., the selections given in
IE C Publication 326-3 shall be applied.

7. Characteristics of printed boards

(Tables I and I1.)
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TaBLEAU 1

Caractéristiques fondamentales

Aspect pt qualité de I'exé-
cutiof

Trous métallisés

&
A

Eprouvette c}/po{/ %7

Impression, marquagg, i
du matériau dos t

paroi. La dimension la plus grande ne doit
pas dépasser 25% de la circonférence du
trou dans le plan horizontal ou 25% de
I’épaisseur de la carte dans le plan verti-
cal

La métallisation des trous métallisés ne doit
pas présenterd’interruption a la jonction
de la paroi du trou et de P'impression
conductrice ou de 'anneau d’une couche
interne

La jonction doit étre considérée comme se
prolongeant dans le trou sous la surface
de la carte sur une distance égale a une
fois et demie I’épaisseur totale de cuivre
sur la surface ou comme étant le double
de T'épaisseur de cuivre de la couche
interne au niveau de I'anneau de con-

la

* Voir le troisi¢me alinéa de 'article 4.

tact

Des coulées de résine sur la tranche du
cuivre collé en contact avec le cuivre
déposé ne doivent pas étre considérées
comme causes de rejet a moins que la
coulée n’interrompe la continuité électri-
que

Il ne doit y avoir ni coupures du cuivre sur la

circonférence ni décollement annulaire

du cuivre de la paroi du trou métallisé

Le nombre de trous avec des manques de
métallisation ne doit pas excéder 5% du
nombre total des trous métallisés

—
=
Q
[
o R
=l E b
g | =28 &
3]
S |EES| 88
Caractéristiques 'S 2 =T g o Exigences Remarques
28 Q=2 3=
O T LR = o
= = = >
=8 L2582 €3
Q.= - h~} e}
< s <
o R §_
<
Z & A &| ms
Examen général
Examen visuel
Conforfnité, identification 1 *
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TaBLE 1

Basic characteristics

O le.al 2
\O o= @
o S& 0
o TR~ 8.
o ©E g g
£ o9& 8
. = .
Characteristics 3 288 | = Requirements Remarks
. B a8 Q@ S 9
o = o 2 E LS
Z, B« =R £
=9 5 'S ="
Zn |22 23
General examination
Visual examination
Conformity, identifichtion 1 * Pattern, marking identification
terial finishes shall comply with \
Appearance and wWork- la

manship

Plated-through holes

voids at the interface of the hole wall and
the conductive pattern or internal layer
ring

> ted-through holes shall have no plating

into the hole below the surface of the
board a distance of one and a half times

the total copper thickness on the surface
or to be two times the inner layer copper

thickness at level of contact ring

\ The interface shall be considered to extend

ic Resin smear at the edge of the clad-copper
and the continuous plated copper is per-
mitted provided the smear does not inter-
rupt electrical continuity

1a There shall be no circumferential cracks of
the copper, or circumferential separation
of the copper from the wall in the plated-
through hole

Holes with plating voids shall not exceed
5%o of the total number of plated-through
holes

* See the third p-aragraph of Clause 4.
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TABLEAU [ (suite)

—
53]
Q
= .
» 22
] QE_) g
a R g
S | 288 18
Caractéristiques 3 2 =~ g a8 Exigences Remarques
58 | 885 | 2¢
S [ = >
el ] [Z IR =ER] - 5
g2 TOE| §¢9
—_ 51 =
oS e &9 A
7. P [S RN 7 BT I
: 2 . o \ . ' ez
Défauts des conducteurs 1b R 1l ne doit y avoir ni coupures n Sin¥¢gssaire, cela est vérifié
& imperfections, telles qui par Mn contrdle des di-
g défauts de bords, so enfions, selon I'essai 2a
Q
2 que la' largeur du cg
o8 de fuite entre
> 0
o=
o =
=g
a5 o
43S 20% o
Particulep entre conduc- 1b Si nécepsaire, cela est vérifié
teurs ou lc par un contrdle des di-

Controle|des dimensions

Dimensipns de la carte

Epaisseur de la carte dan
la zo
d’extrd

Trous

%
2

g
(s

¢, requise pour les
circuit

sions et les tolérances doivent
formes a la spécification concer-

paisseur nominale de la carte doit étre
conforme a la spécification concernée

L’épaisseur totale de la carte et les tolé-
rances doivent étre conformes a la spéci-
fication concernée

Les diamétres nominaux et les tolérances
des trous de montage et'des trous pour
composants doivent étre conformes a la
spécification concernée

men$ions, selon I'essai 2a

L’épaigseur totale de la carte
et lgs tolérances doivent
étre | spécifiées selon la
Modiification N° 1 2a la
Publjcation 321 de la
CE

Une ghmme recommandée
de tious de différents dia-
méthes et tolérances est
donipée dans la. Publica-
tion|326-3 de la CEI

Fentes, encoches

Largeurs des conducteurs

Eprouvette composite

compléte

Le diamétre nominal des trous métallisés
utilisés uniquement pour les connexions
transversales doit étre conforme a la
spécification concernée

Les dimensions doivent étre conformes a la
spécification concernée

Les largeurs doivent étre conformes aux
valeurs particuli¢res correspondantes in-
diquées dans la spécification concernée

Une mesure précise n’est pas
nécessaire parce que les
écarts ne sont pas impor-
tants

Si aucune tolérance n’est
indiquée, les tolérances
larges données dans la
Publication 326-3 de la
CEI sont appliquées
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TaA

BLE 1 (continued)

Board thickness i
zone of edge boar
tacts

Holes

the
con-

G5

pecification

The

D

tal board thickness and the tolerances
all comply with the relevant specifica-
tion

Nominal diameter and tolerances of mount-
ing holes and of component holes shall
comply with the relevant specification

a » 2
S | 5281 %
o o 8 =%
o ©EJ3| E
g | zgx| 8
Characteristics s E28| 54 Requirements Remarks
2 ——— A,
.5 | E8%| g8
Za | 295 EQ
20 | T8 | 8o
O W C e =9
= = < 2 £ «n' 8
Q
Conductor defects 1b Z There shall be no cracks nor breaks. Imper- this shall
' g fections such as voids or edge defects gre ipensional
E permissible provided the conductor wi g Test
o g or the leakage path between conduCt
5z not reduced by more than specified in th
E E— relevant specification, for
S8 or 35%
Particles between cqnduc- 1b here necessary, [this shall
tors or lc be verified by dithensional
examination, uging Test
2a
Dimensional examinption
Board dimensions 2 arices shall comply

Total board thickjpess and
tolerances shall |pe speci-
fied in accordahce with
Amendment No.|l to IEC
Publication 321

A recommended [range of
hole sizes and tolerances is
given in IEC Ppblication
326-3

Slots, notches

Conductor width

393

Complete composite
test pattern

The nominal diameter of plated-through
holes used for through connections only
shall comply with the relevant specifica-
tion

The dimensions shall comply with the rel-
evant specification

The width shall comply with any specific
dimensions given in the relevant specifi-
cation

Accurate measurement is
not necessary since devi-
ations are not important

If no tolerances are stated,
the coarse deviations
given in IEC Publication
326-3 shall apply



https://iecnorm.com/api/?name=a6306878ec7448ca2074e900175f3f1f

— 14—

TABLEAU I (suite)

L]
9]
O]
50}
P 3 2
o E 8
(] =S E‘
<
S| 288 s¢
PRI — D 1
Caractéristiques 8 o =T g o 8 Exigences . Remarques
4 o Q b c v
-t veER| =¢
== 258 €3
Q.2 ‘S0 = o
© B Se8| £5
2 2 o ol Ko
L= 7T == pr—— / ~
2a Des imperfections, telles que ma s ou
défauts de bords, sont permi
Espacem¢nts des conduc- 2
.. teurs
4
Excentrafion des trous et la, 2a

des padtilles

Tolérancg de position des

axes df trous <
Essais éleftriques
Résistancg des intercow? b
nexion
4

Court-cirquit a

D

La résistance doit étre conforme a la spéci-
fication concernée

proptve € complysi
0 <//C{%‘é } »:-1
)

Résistancd d'isolement 6a La résistance d’isolement doit étre con- La résistance d’isolement est
N forme a la spécification concernée mesufée avant et apres les
épreyves climatiques et 2
hautel température,
comme spécifié dans la
. A spécification concernée
Précondifionnemént 18a
Mesure danslesconditions
atmosphériques norma-
les
Couches externes 6a
Couches internes 6b * J
Entre couches 6c * M
Conditionnement selon la Conditionnement applicable
Publication 68-2-3 de la a spécifier dans la spécifi-
CEI: Essai Ca: Essai cation concernée

continu de chaleur hu-
mide, . ou Publication
68-2-38: Essai Z/AD:
Essai cyclique composite
de température et d’hu-
midité

* Voir le troisi¢me alinéa de Iarticle 4.
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TaBLE 1 (continued)

o Q
: 2 =
S | 5281 3
o -S| &
= TE8| E
2 | 29E | 8
Characteristics s 8281 v Requirements Remarks
Z | 887 5
o= S ex Q8
Z& | 22§ EB
e <82 5 =
= - <leL| A8
/
2a Imperfections such as voids or edge defects /\&
are permissible, provided the conductor 4
width is not reduced by more than speci
fied in the relevant specification, e.j,
20%0 or 35%. The length L of a defect
shall be not greater than the ¢
width S, or 5 mm (0.2 in), whi; \\
Spacing between copduc- 2 F
tors
Misalignment of hol¢ and 1a, 2a 8
land 3
9
E
8 ¢
o et
Positional tolerancg of 27%
hole centres B
o w»
o <
Electrical tests
Resistance of intercopnec- The\resistance shall comply with the rel-

tions
Short circuit

Insulation resistance

Preconditioning

Measurement at stabdard
atmospheric conditions

D5
i

eydnt specification

D

The insulation resistance shall comply with
the relevant specification

Insulation resistancg shall be
measured before jand after
environmental fndition-
ing and at elevated tem-
perature, as specified in
the relevant spedification

Surface layers
Internal layers
Between layers

Conditioning, as specified

in

IEC Publication

68-2-3: Test Ca: Damp
Heat, Steady State, or

Publication

68-2-38;

Test Z/AD: Composite
Temperature/Humidity
Cyclic Test

[

* See the third paragraph of Clause 4.

Applicable conditioning to
be specified in the relevant
specification
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TABLEAU 1 (suite)

—
69}
Q
<
P 2 2
< E 2
q - &
<
S | 25888
St — N .
Caractérnistiques S = =7 g a8 Exigences Remarques
2 0 O o 8 s
05 o .83 = @
N = = 3
~ 8 25 2 ==
Q.= =0 - o
= 0 5
© e 8 o 8 g a
e, = w @R G Lg
Z & B &l @: v
Mesure & haute tempéra-
ture
Couches[externes 6a *
Couches|internes 6b
Entre copiches 6¢c *

Essais mfcaniques

Force d’qdhérence - G La force d’adhé,
la spécification

Mesure dans les conditions 10a
atmosphériques norma-
les L

Mesure § température éle- 10b
vée

Force d’qrrachement 11b

Trous mgtallisés sans pas-
tille

Planéijté
inférieur & la valeur spécifiée dans la
spécification concernée

Essais dipers

Revétemdnts métalliques de
finition

B

s Le rayon de courbure ne doit pas étre
K
C

5

0

Adhéren On ne doit pas constater la présence de
métall revétement adhérant au ruban adhésif
ruban [adhési aprés Pavoir arraché du conducteur,

autre que le surplomb

Epaisseyr d¢ métallisatio 13f * K L’épaisseur doit étre conforme 2 la spécifi-
(zoneq des\contacts) cation concernée
Soudabilité 14a * H, A | Lesconducteurs doivent étre couverts d’un Lorsque l'essai est appliqué
revétement lisse et brillant d’alliage avec a des cartes de production,
uniquement des traces (environ 5%) de il convient de ne controler
défauts éparpillés, tels que piglires, surfa- que les trous qui ne sont
ces non mouillées ou ayant subi un retrait pas reliés aux couches
de mouillage. Les défauts ne doivent pas internes pour éviter « 'ef-
étre localisés en un seul endroit de la fet de dissipateur thermi-
surface que» qui affecterait ’in-
terprétation des résultats
A) Quand Pemploi d’un Flux non activé, comme spé-
flux non activé est cifié au paragraphe 6.6.1
agréé par I'acheteur et i ' de la Publication 68-2-20
le vendeur de la CEI

*Voir le troisi¢me alinéa de I’article 4.
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TaBLE 1 (continued)

Landless
holes

plated-th

Flatness

Miscellaneous tests

Plating finishes

Adhesion of plating
method

Thickness of plating

rough

tact areas)

¢ relevant speci-

of curvature shall be not less
value specified in the relevant

There shall be no evidence of plating adher-
ing to tape after removal from the con-
ductor other than that resulting from
overhang

a9 « e
e | SES|E
2 el 8
Characteristics s L3 w Requirements Remarks
2 | s5 & 2§
. D c o2 =}
o = o &g QS
Z, A 25| Ew
=0 |85 85
17 ] Q
o M 2 o0 oD
' /
Measurement at eldvated /\\
temperature
Surface layers 6a *
Internal layers 6b *
Between layers 6¢ *
Mechanical tests \
Peel strength G The peel strength shall cafiply~with th
relevant specification
Measurement at standard 10a *
atmospheric conditions
Measurement at eldvated 10b
temperature
Pull-out strength 11b be not less than

Solderability

between
and vendor

A) When the use of a non-
activated flux is agreed
purchaser

* See the third paragraph of Clause 4.

(coh- * K The thickness shall comply with the relevant
specification
14a * H, A The conductors shall be covered with a

smooth and bright solder coating with not
more than traces (approx. 5%) of scat-
tered " imperfections such as pinholes,
unwetted or dewetted areas. The imper-
fections shall not be concentrated on one
area

When applied on production
boards, only those holes
having no connection with
internal layer should be
tested to avoid “heat sink
effect” affecting results in-
terpretation

Non-activated flux as speci-
fied in Sub-clause 6.6.1 of
IE C Publication 68-2-20
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TABLEAU I (suite)

L]
sa}
Q
<
- 3 2
] £ g
N =S 9 E‘
53
S |EE3| 85 . ~
Caractéristiques '3 2 =T g e 2 Exigénces Remarques
2 5 o = .2 ISR
U & o2 R = 9 :
A = = >
= 8 LG58 €2
Q.= ‘" O - o
S L 5
S | 28| 2 A
2 o W -
A la féception Mouillage : L’échantillon doit &

dans les 3 s. Quand un
protection temporaire
I'aptitude au moui

Conditibns  applicables a
spécifier dans la spécifica-
tion ¢oncernée

Aprgs vieillissement
accélfré

ouillage: L’échantillon doit
contact avec 'alliage en fusion

ne doit pas présenter de retrait de
mouillage

Pour le mouillage et le retrait de mouillage
(si applicable) les trous doivent étre con-
formes aux trous correctement mouillés,
représentés a la figure 3, page 34

 <>
9,570
VV///T /

ME %%

B) Quan Flux agtivé (0,2%) comme
flux spécifié au paragraphe
par 6.6.2)de la Publication 68-
vend| 2-20|de la CEI
Ala Pour les cartes avec ou sans revétement de

vieillissement’ accéle protection temporaire soudable:

Mouthage+FE<chantifondoitStremouthé
dans les 3 s

Conditions applicables a
spécifier dans la spécifica-
tion concernée

Retrait de mouillage: L’échantillon doit
rester en contact avec I'alliage en fusion
pendant un temps compris entre 5set6s
et ne doit pas présenter de retrait de
mouillage

A Pour le mouillage et le retrait de mouillage

(si applicable) les trous devront étre

conformes aux trous correctement mouil-

1és représentés a la figure 3, page 34
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TasLE I (continued)

Characteristics

IEC Publication 326-2

Test No.

Additional test details
to be specified in the
relevant specification

Specimen of composite

test pattern

Requirements

Remarks

As received condi

After accelerated
ing

B) When the use o

activated flux is agf

between
and vendor

purc

As received cond
and after acceler
ageing

tion

age-

an

[0

(%0

ser

tion
hted

Akl

Wetting : The specimen shall wet within 3 s.
When temporarily protective coati
intended to preserve the wettability i
used, the specimen shall wet within

contact with the
between 5 s and
dewetted

cable) the holes shall comply with the well
> oldered holes of Figure 3, page 34

For boards with or without solderable tem-
porarily protective coating:

kY

Applicable conditio
specified in the
specification

Activated flux (0.
specified
6.6.2 of IEC Pul
68-2-20

s to be
Felevant

%) as

in  Sub-clause

lication

Aot T H Inadl & itlas
WO g T e SpCCHICT —STrat— WO T Wi

3s

Dewetting: The specimen shall remain in
contact with the molten solder for
between 5 s and 6 s and shall not have
dewetted

For both, wetting and dewetting (if appli-
cable) the holes shall comply with the well
soldered holes in Figure 3, page 34

Applicable conditions to be
specified in the relevant

specification
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TaBLEAU 1 (suite)

-
53]
|©]
< o
p g 2
© g 8
Q == g E‘
5]
S| 8E%| 85 : !
Caractéristiques K] ';’ =T g = 8 Exigences Remarques
32 | 885 | 2%
o ) = >
—_— 20~ RS P =1
.9 = 8% =)
5 = S Q5 < =
o 8 B F9 | 5 &
2 2 o o PRs N
L ey — 7T o —
Résistance aux solvants et 17a * Aucun signe de:
aux flux ~ cloquage ou décollement ¢
— enlévement accidentel d
d’encre ;

dissolution ;

On ne fait une coupe micro-
grappique que si la spécifi-
catiojn concernée I'exige

‘Décollement interlami- 15a
naire, ¢hoc thermique

A

Précondftionnement

o
=2
*

* Voir lef troisi¢me alin®a

9
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TaBLE I (continued)

g =2 [P =] ‘Q:)
S 1Esg| 8
= o E g g
2 2o E | 8
Characteristics § E’ fé é 5 e Requirements Remarks
s5 | 22|58
ZA& 228 | Eg
73 1828 2%
4
N
Solvent and flux resistgnce 17a * No sign of: .
— blistering or delamination;
— random removal of areas of resist
— dissolving;
— substantial change in colour \
Accept:
a) markings unaffected
Delamination, therma 15a * G Microsectioning will pe done
shock ‘ only when requireld in the
\(- relevant specificatfon
Preconditioning 18b (
N

(A

* See the third paragi]

ph of cmy &%
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TaBLEAU II

Caractéristiques supplémentaires (d évaluer uniquement lorsque explicitement exigé)

* Voir le troisi¢me alinéa de ['article 4.

—
[39]
O .
&
o s 2
3 E 2
] == g E‘
53
S| EES| g8
Caractéristiques 'S : =T g =8 Exigences Remarques
a o Q = S .
[t T e =9
A = = >
~ @0 ' Q9 s 5
82 | 5§88 | §¢8
o 5 © %‘é_ 5 2
2 ISEEIR) 53
Contréle|des dimensions
Position [de I'impression et La position doit étre co El st généralement pas
des trpus par rapport a spécifique donné mesgirée étant donné que
une donnée de réfé- concernée le pgoint important qui
rence comfnande la largeur ra-
diald minimale de la pas-
tille [est la relation entre
impiession et trou. Lors-
que fette mesure est spé-
cialgment requise, on ap-
pligge les écarts donnés
dang la Publication 326-3
de 1§ CEI
Essais élgctriques
Résistande - . - (
Résistange des conduc- \6\ a rédistance doit étre conforme 2 la spéci-
teurs {\/\ Q ficdtion concernée
Variatiof de résistan: 3c de * \/ La variation de résistance doit étre con-
trous métallisés la . > forme a la spécification concernée
< cation \/\
Epreuve fe cougant 5a L’épreuve est exécutée sur cing trous au
moins. Le revétement dans les trous doit
Epreuve résister au courant approprié comme spé-
métallfse cifié dans la Publication 326-2 de la CEI
sans destruction (fusion) ni surchauffe se
! traduisant par une décoloration
Epreuve| de courant, con- Sb * Les conducteurs ne doivent pas étre dété-
ducteurs riorés (fusion) et il ne doit pas y avoir
de surchauffe se traduisant par une déco-
loration
Epreuve de tension Ta * 11 ne doit pas y avoir de décharge disrup-
tive '
Dérive de fréquence 8a *
Conditionnement selon la La dérive de fréquence ne doit pas dépasser
Publication 68-2-3 de la les limites spécifiées dans la spécification
CEI; Essai Ca: Essai concernée
continu de chaleur hu-
mide
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TasLE 11

Additional characteristics (to be assessed only when specifically required)

Conditioning as specified
in IEC Publication
68-2-3; Test Ca: Damp
Heat, Steady State

* See the third paragraph of Clause 4.

The frequency drift shall not exceed the
limits specified in the relevant specifica-
tion

Q@ P ]
S | 588 %
o o 22 =%
o o E S g
) oE| 8
Characteristics g - é S o Requirements Remarks
2 | E82| g3
2& | 275 | ER
22 |353| A3
= o= <2E| a&
Dimensional examindtion
Position of pattern| and The position shall comply with any specifi ?t meas-
holes relative to a datum details given in the relevant tant fea-
reference tion htionship
between pattern find hole,
which controls the mini-
radial lanfd width.
When specially chlled for,
the deviations given in
IEC Publicatiop 326-3
shall apply
Electrical tests
Resistance
Resistance of condudtors 3a * \(\
Change in resistan¢e of 3 *
plated-through holes Py
catio
326-2 \
Current proof /\K\ At least five holes shall be tested. The
Current proof, platefd- N plating within the hole shall withstand the
through holés appropriate current as specified in IEC
Publication 326-2 without burnout
(fusing) and without overheating as
\/ apparent by discolouration
Current proof, condycters 5b * The conductors shall not burn out (fuse)
and there shail be no overheating as
apparent by discolouration
Voltage proof - 7a * There shall be no disruptive discharge
Frequency drift 8a *
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TaBLEAU II (suite)

ée

Caractéristiques Exigences

fier dans la
fication concemn

hantillon de
I'¢prouvette composite

Pyblication 326-2 de la CEI

NP de I’essai
Diétails de I’essai
alspéci

spéci

E

Remarques

Essais dipers

. Revétemdnts métalliques de
finition
Adhérenfe du revétement 13b K Il ne doit étre poustasé
métalljque, méthode du : décollement €
brunis$e ment

Porosité,| exposition aux 13c

Les pregcriptio
gaz

Porosité,| essai électrogra-
phiqug

Epaisseuf de métallisation
(en dehors des zones de
contact)

/7/?x

* Voir le [troisiéme alinéa de g

8. Eprouvgtte com

L’é
essais

des

c un

4. Un éspdce suffisant doit &tre prévu en dehors de la zone d’impression afin de pouvoir y mettr

systeme de repérage.
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TasBLE 11 (continued)

a * ]
S | 528 %
o o — = Qu
= vE8!| 8
£ % o8 S
Characteristics s 8k é S Requirements Remarks
5 | Eg2 58
Z& | §95| E
- O 52z| 85
73 L] Q =
O [ =] ° e} o9
= o— < P [%5] L
Miscellaneous tests
Plating finishes
Adhesion of plating| bur- 13b
nish method
Porosity, gas exposufe 13¢
Porosity  electrogfaphic 13d
test 13e
Thickness of plating {other 13f *
areas than conta¢t ar-
eas)

* See the third parag

8. Composi

The
approv

1. Al

2. Thelg

3. The
4. Suff

aph of Clause 4.

e test pa

to le, pages 28 to 32, permits the majori
board/test coupon. ~

icient space shall be provided outside the pattern area to accommodate a registrat

ty of ty

pe

on

syst

111,
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Disposition du groupe d’impressions et dimensions des trous

Diamétre nominal

Echantillon Essai du trou
(mm)
A Soudabilité des trous métallisés 0,8
B Force d’arrachement des trous métallisés sans pastilles 1,0
Pour pastille
C Adhérence du revétement métallique, coupe mlcrograpluque 2,5 1,3
et courts-circuits internes 2,0 0,8
D Variation de résistance des trous métallisés 0,8
N
E Résistance d’isolement (couches externes) /\Q (\ \Q\8
F Définition des conducteurs \ \\ \
N
G | Force d’adhérence et décollement interlaminaire \ \ \) —
H Soudabilité superficielle des conducteurs & \ \ —
N
J Résistance d'isolement (couches inten}zs) \ \ 0,8
N

K Revétements métalliques de finitj \) / /\ —

L Résistance des in rco}:Qioé N\ 6 « U )\/ 0,8

M Résistance d’lsolemen entr hes) \/ 0,8]

O

N\

&
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Group pattern layout and hole dimensions

Nominal hole

Specimen Test diameter
(mm)
A Solderability of plated-through holes 0.8
Pull-out strength, landless plated-through holes 1.0
For land
C Plating adhesion, microsection and internal short circuits 2.5 1.3
2.0 0.8
D Change of resistance of plated-through holes ( 0.8
E Insulation resistance (surface layers) /\Q ) 0.(\
F Conductor definition \ \ \
G Peel strength and delamination \ \ \——\)
H Solderability of surface conductors & \ —
J Insulation resistance (internal layers) / . \‘ \ 0.8
K Plating finishes r\\) / S —
L Resistance of inter-connection< <\\ e K U ).\// 0.8
M Insulation resistance (between laﬁ@ \ \/ 0.8

9,

N\

%@@

S
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Note——Toutes fes touches teEprouvette tomposite somt Nore— Alttayersof thecomposite test pattern are shown for

réprésentées pour tous les échantillons a I'exception all specimens except for specimen C.
de I'échantillon C. Registration marks shown as examples.
Les marques de repérage sont présentées a titre
d’exemple.
Dimensions en mm V Dimensions in mm
Fic. 1a. — Eprouvette composite, emplacement de 'impression.

Composite test pattern, pattern locations.


https://iecnorm.com/api/?name=a6306878ec7448ca2074e900175f3f1f

